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actuel dg la technique. Des renseignements relatifs a
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par le comité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parues, sont
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Site|web de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le cptalogue en ligne sur le site web de la~CEl
(wwwl.iec.ch/searchpub) vous permet de faire-des
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Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I'lEC/PAS 62184 publiée en 2000, Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1701/FDIS 47/1707/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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ee 47:

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62184 published in 2000. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1701/FDIS 47/1707/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 14: Robustesse des sorties
(intégrité des connexions)

1 Domaine d’application

La pré intégrité
entre llinterface connexion/boftier et la connexion elle-méme lorsque la ou les conpexions
sont pljées en raison d’un assemblage incorrect de carte suivi d’'une retouche de)1a partie
concerhée pour un nouvel assemblage. Pour les boftiers hermétiques, il est recommandé
que cel essai soit suivi d’essais d’herméticité selon la CEl 60749-8 afin depdéeterminer les
éventugls effets néfastes provoqués par les contraintes appliquées aux. joints d’étapchéité
ainsi ql’aux connexions.

Cet espai, avec chacune des conditions d’essai, est considéré comme destructif et |il n’est
recommandé que pour les essais de qualification.

Cette norme est applicable a tous les dispositifs a montage par trous traversanis et a
montade en surface exigeant que l'utilisateur forme la connexion.

2 Réfférences normatives

Les ddqcuments de référence suivants sont.indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datées, seulevl'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60y49-8, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatjques —
Partie 8: Etanchéité

3 Gédnéralités

3.1  Appareillage

L’appateillage approprié est décrit dans chaque condition d’essai spécifique.

3.2 rocédure générale applicable a toutes les conditions d’essai

Le dispositif doit étre soumis a la contrainte décrite dans la condition d’essai spécifiée et les
mesures et contrbles spécifiés au point d’extrémité doivent étre réalisés a I'’exception du
conditionnement initial, sauf spécification contraire. Lorsque cela est possible, la contrainte
doit étre appliquée a des connexions choisies de maniére aléatoire sur chaque dispositif.
Les mémes connexions ne doivent pas étre utilisées pour plus d’'une condition d’essai.

3.3 Résumé général

Les détails suivants et ceux exigés par la condition d’essai spécifique doivent étre spécifiés
dans la spécification applicable:
a) Lettre de la condition d’essai.

b) Taille de I’échantillon (combinaisons de nombre de connexions par dispositif et de nombre
de dispositifs) et niveau de qualité.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 14: Robustness of terminations
(lead integrity)

1 Scope

lead/pgdckage interface and the lead itself when the lead(s) are bent due to faulty board
assembly followed by rework of the part for re-assembly. For hermetic packages, it is
recommended that this test be followed by hermeticity tests in accordance with IEC §0749-8
to detefrmine if there are any adverse effects from the stresses applied to,the seals as well
as to the leads.

This p{rt of IEC 60749 provides various tests for determining the integrity betwden the

This tgst, including each of the test conditions, is considered\destructive and s only
recommended for qualification testing.

This stpndard is applicable to all through-hole devices and(surface-mount devices rgquiring
lead fofming by the user.

2 Ndrmative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this dogument.
For dated references, only the edition citediapplies. For undated references, the latest|edition
of the neferenced document (including any-amendments) applies.

IEC 60y49-8, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — |Part 8:

specified end point measurements and inspections shall be made except for initial condition-
ing unless otherwise specified. When possible, the stress shall be applied to randomly
selected leads from each device. The same leads shall not be used for more than one test
condition.

3.3 General summary

The following details, and those required by the specific test condition, shall be specified
in the relevant specification:
a) Test condition letter.

b) Sample size (combinations of number of leads per device and number of devices) and
quality level.
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4 Condition d’essai A — Traction

41 But

Cette condition d’essai nécessite I'application d’'une traction droite congue pour vérifier les
capacités du dispositif, des connexions, des soudures et des joints d’étanchéité a résister a
une traction droite.

4.2 Appareillage

L’essai de traction nécessite des pinces et des fixations adaptées pour tenir le dispositif et
pour affacher Te poids spécifie sans restriction de connexion. I est admis d uiillser un
équipement d’essai de traction linéaire équivalent.

4.3 Procédure

Une traction de 2,2 N = 0,1 N (220 g + 10 g) doit étre appliquée sans choc a phaque
connexlion soumise a I’essai dans une direction paralléle a 'axe della connexion oy de la
borne pt la traction doit étre maintenue pendant 30 s au minimum< Pour les conpexions
d’un digmetre inférieur & 0,25 mm (ou d’une section inférieure &°0,05 mm2) une tragtion de
1N +({,1 N (100 g £ 10 g) doit étre appliquée. La traction doit‘€ire appliquée aussi pfrés que
possible en pratique de I'extrémité de la connexion.

4.3.1 Mesures

Des edsais d'herméticité sur les boitiers hermétiques, un examen visuel et des njesures
électriques, comprenant des essais paramétriqgues et fonctionnels doivent étre effectués
comme] spécifié dans la spécification applicable:

4.3.2 Critéres de défaillance

Aprés la levée de la contrainte, examiner le dispositif en utilisant un agrandissement gompris
entre 10x et 20x. Tout signe de rupture, de desserrement ou de déplacement relatif ¢ntre la
connexlion et le corps du dispositif’doit étre considéré comme un défaut du dispositif. Jorsque
des egsais d’herméticité sont-réalisés (selon la CEI 60749-8) comme post-mesure, des
fissure$ de ménisque ne_doivent pas étre la cause d’un rejet des dispositifs ayan{ passé
les esspis avec succés.\‘Le défaut de toute mesure post-électrique spécifiée doit étre
consideré comme une cause de défaillance.

4.4 Résumé

Les défails/suivants doivent étre stipulés dans la spécification applicable:

a) Poids:destiné a étre attaché 3 la connexion, s’il difféere de 2,2 N + 0,1 N (220 g + 101 g).

b) Durée pendant laquelle le poids doit étre attaché, si elle difféere de 30 s.
c) Critéres de défaillance, s’ils difféerent de ceux spécifiés en 4.3.2.

5 Condition d’essai B — Contrainte de pliage

5.1 But

Cette condition d’essai nécessite I'application de contraintes de pliage pour déterminer
I'intégrité des connexions, des joints d’étanchéité et du revétement des connexions. Elle est
congue pour veérifier la capacité des connexions, des finitions, des soudures et des joints
d’étanchéité des dispositifs a résister aux contraintes affectant les connexions et les
joints d’étanchéité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans les conditions réelles
de manipulation et d’assemblage des dispositifs dans I'application.
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4 Test condition A — Tension

4.1 Purpose

This test condition provides for the application of straight tensile loading. It is designed to
check the capabilities of the device, leads, welds, and seals to withstand a straight pull.

4.2 Apparatus

The tension test requires suitable clamps and fixtures for securing the device and attaching the
specified weight without lead restriction. Equivalent linear pull test equipment may be used.

4.3 ILrocedure

A tensi
tested

on of 2,2 N + 0,1 N (220 g + 10 g) shall be applied without shock to each lea
in a direction parallel to the axis of the lead or terminal and the"ténsion s

maintained for 30 s minimum. For leads with a diameter of less than‘0,25 mm (o

section
The ter

4.3.1

al area of less than 0,05 mm2) a tension of 1 N + 0,1 N (100 g #10 g) shall be 3
sion shall be applied as close to the end of the lead as practicable.

Measurements

Hermeficity test on hermetically sealed packages, visual examination and electrical m

ments
relevan

4.3.2

After t
and 20
device
(in acc
for reje

that consist of parametric and functional tests—shall be taken, as specified
t specification.

Failure criteria

ne removal of the stress, examine_the device using a magnification betwe

d to be
hall be
I cross

pplied.

basure-
in the

en 10x

x. Any evidence of breakage, loosgening, or relative motion between the lead @nd the

body shall be considered a device failure. When hermeticity tests are cor
prdance |[EC 60749-8) as a post measurement, meniscus cracks shall not be 3
ction of the devices which have passed the tests. Failure to meet the requirem

any speécified post electrical measurement shall be considered a cause for failure.

4.4
The fol

a) We
b) Len

bummary
owing details shall be specified in the relevant specification:

ght to be attached to lead, if other than 2,2 N £ 0,1 N (220 g £ 10 g).
gth of time weight is to be attached, if other than 30 s.

c) Failure eriteria, if other than specified in 4.3.2.

ducted
cause
ents of

5 Test condition B — Bending stress

5.1 Purpose

This test condition provides for the application of bending stresses to determine the integrity
of leads, seals and lead plating. It is designed to check the capability of the leads, lead finish,
lead welds and seals of the devices to withstand stresses to the leads and seals which
might reasonably be expected to occur from actual handling and assembly of the devices

in appli

cation.
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5.2 Appareillage

L'essai de pliage exige des dispositifs de fixation, des pinces, des supports ou d’autres
matériels adaptés, nécessaires pour appliquer la contrainte de pliage selon I'angle spécifié.

5.3 Procédure

Chaque connexion de I’échantillon doit étre soumise a une force suffisante pour plier la
connexion comme spécifié. Un nombre quelconque de connexions ou I'ensemble de celles-ci
peut étre plié simultanément. Les rangées de connexions peuvent étre pliées une a la fois.
Chaque connexion doit étre pliée au cours d’un cycle comme suit:

Plier sd
Tous Ig

5.3.1

Les co
d’'une

Aucunsg
Sion 1
opposé

5.3.2

Lorsqu

spécifi
sévere

5.3.3

5.3.3.1

Une co
la moin
0,175 m
comme
Figure
connex

lon I'arc spécifié dans une direction et revenir a la position d’origine.
s arcs doivent étre réalisés dans le méme plan, sans restriction de connexion.

Direction des pliages

hnexions d’essai doivent étre pliées dans la direction la meins rigide. En I'a
elle direction, les connexions peuvent étre pliées dans~n’importe quelle di
connexion ne doit étre pliée d’'une maniére qui interféfe-avec une autre con
e peut éviter l'interférence, la connexion d’essai doitv'étre pliée dans la d
e a I'angle spécifié et ramenée a sa position normalef

Procédure pour le conditionnement initial pour I’essai d’environnement

e des connexions normalement droites sont fournies formées (y compris s

si la formation a été réalisée aprés la métallisation et qu’elle est au moin
dans la déformation permanente dé‘connexion que le pliage spécifié.

métallique a sortie axiale (par exemple connexions souples
et semi-souples)

Connexions_souples

hnexion doit étre’considérée comme souple si son module de section (dans la d
s rigide) est-inférieur ou égal a celui d’'une connexion rectangulaire d’une seg
m x 0,5 mm. Les connexions circulaires <0,5 mm de diamétre doivent étre cons

bsence
rection.
nexion.
rection

elon la

configuration a connexion en quinconce enfichable), I'opération de formation de la copnexion
doit étre considérée comme un conditionnement initial acceptable a la place de celui

qui est
5 aussi

Procédure pour les dispositifs a boitiers plats, a boitiers quad et connexion

rection
tion de
dérées

souples:"Les connexions souples doivent étre pliées selon un arc d’au moins 4

ion.sauf spécification contraire.

6° (voir

1), ‘mesuré a une distance de 3 mm * 0,5 mm du joint d’étanchéité le IonT de la

IEC 1932/03

Figure 1 — Pliage des connexions souples
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5.2 Apparatus

The bending test requires attaching devices, clamps, supports or other suitable hardware,
necessary to apply the bending stress through the specified bend angle.

5.3 Procedure

Each lead of the sample shall be subjected to a force sufficient to bend the lead as specified.
Any number, or all of the leads of the test device, may be bent simultaneously. Rows of leads
may be bent one row at a time. Each lead shall be bent through one cycle as follows:

Bend thrmlgh the Qpﬂr‘ifiﬂd arcin ane direction and return to the nriginal pn:ifinn

All arcq shall be made in the same plane, without lead restriction.

5.3.1

Test le
may b
If inter

specifigd and returned to its normal position.

5.3.2

When pormally straight leads are supplied in a formed_condition (including the stagger
dual-intline configuration), the lead forming operation shall be considered acceptabl
conditipning in place of that specified, providing‘the lead forming has been performe

specifi

5.3.3

lead plating and the forming is at least as sévVere in permanent lead deformation
d bending.
Procedure for flat packs, quad packages and axial lead metal can deviceg

5.3.3.1

A lead

than o1l equal to that of asrectangular lead with a cross section of 0,15 mm x 0,5 mm.
leads 40,5 mm in diameter shall be considered flexible. Flexible leads shall be bent

an arc
from th

Direction of bends

bent in any direction. No lead shall be bent so as to interfere with anothg

hds shall be bent in the least rigid direction. If there is no least rigid direction, the leads

r lead.

rence is unavoidable, the test lead shall be bent in the opposite direction to the angle

Procedure for initial conditioning for environmental test

(e.g. flexible and semi-flexible leads)
Flexible leads

shall be considered flexible if its section modulus (in the least rigid direction)

e seal unless otherwise specified.

IEC 1932/03

Figure 1 — Flexible lead bend

ed lead
B initial

d after
as the

is less
Round
hrough

of at least 457 (see Figure 1), measured at a distance 3 mm %= 0,5 mm along the lead
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5.3.3.2 Connexions semi-souples

Les connexions semi-souples sont celles qui ont un module de section (dans la direction la moins
rigide) supérieur a celui d’'une connexion rectangulaire avec une section de 0,15 mm x 0,5 mm
qui sont destinées a étre pliées pendant 'insertion ou une autre application. Les connexions
circulaires d’'un diametre supérieur a 0,5 mm doivent étre considérées comme semi-souples.
Les connexions semi-souples doivent étre pliées selon un arc d’au moins 30° (voir Figure 2),
mesuré aux extrémités de la connexion, sauf spécification contraire.

IEC 1933/03

Figure 2 — Pliage des connexions semi-souples

5.3.4 Procédure pour les connexions de boitier enfichable a trous métallisés

Les cohnexions de boitier enfichable sont des connexions possédant plus d’un module de
section| et dont les connexions sont normalement alignées en paralléle selon un angle|de 90°
par rapport a la base du boftier au cours de l'insertion.Les connexions de boitier enfichable
doiveni étre pliées vers l'intérieur selon un angle suffiSant pour que la connexion conserve un
pliage permanent (c’est-a-dire aprés la levée de la.contrainte) d’au moins 15°, mesiiré aux
extrém|tés de la connexion autour du premier pliage. Pour les boitiers dont I’épaule est
retenue (voir configurations 1, 2 et 3 de la Eigure 3), 'angle de pliage doit étre mesguré du
plan d’appui aux extrémités de connexion. A\l'issue du pliage initial, les connexions doivent
étre ramenées a leur position approximatiyeid’origine.
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5.3.3.2 Semi-flexible leads

Semi-flexible leads are those leads with a section modulus (in the least rigid direction) greater
than that of a rectangular lead with a cross section of 0,15 mm x 0,5 mm which are intended
to be bent during insertion or other application. Round leads greater than 0,5 mm in diameter
shall be considered semi-flexible. Semi-flexible leads shall be bent through an arc of a least
30° (see Figure 2), measured at the lead extremities, unless otherwise specified.

IEC 1933/03

Figure 2 — Semi-flexible lead bend

5.34 Procedure for dual-in-line through hole package leads

Dual-intline package leads are leads with more than one section modulus, and with leads
normally aligned in parallel at 90° angle from the bottom of ‘the package during insertion.
Dual-intline package leads shall be bent inward through an @ngle sufficient to cause the lead
to retajn a permanent bend (i.e. after stress removal<of at least 15°, measured| at the
lead eﬂtremities about the first bend. For packages t¢hat have the shoulder restraingd (see
configurations 1, 2 and 3 of Figure 3), the angle «of the bend shall be measured from the
seating plane to the lead extremities. At the completion of the initial bend, the leads ghall be
returned to their approximate original position,



https://iecnorm.com/api/?name=931be49cd56983b685ede9d64cb67254

-14 - 60749-14 O CEI:2003
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Procédure pour les boitiers a faible encombrement (SO — Small Outline),
les quad a pas fin (QFP) et les boitiers a broches en ailes de mouette

Les boitiers a faible encombrement, configuration 4 de la Figure 3, doivent avoir leurs
connexions pliées vers I'extérieur a 15°, puis vers l'intérieur a 30°, puis ramenées dans leur
position d’origine (voir Figure 4).

5.3.6

5.3.6.1
Les co
ration 4
coOtés 4
aux es

5.3.6.2

1)
2)

=

o

»
I g
\:::\355‘0 ) = \:10 )
/ IEC 1

Figure 4 — Pliage des connexions des boitiers SO et QFP

Procédure pour les boitiers SO et boitiers pavé équipés‘de sorties en «Jy
Connexions

hnexions a soumettre aux essais doivent étre chaisies de maniére aléatoire, @
de la Figure 3, dans chaque boitier de I’échantillon d’essai. Les connexions d

bais une seule rangée de connexions a la fojs;

Redressement de connexions en‘«J»

onter le dispositif a I'intérieur d’'un€’fixation équivalente a la Figure 6.

tiliser des pincettes approprigées pour redresser la connexion sous |'épaule
pnnexion et la zone de transition (voir Figure 5).

Zone de la largeur
d’épaulement maximal

Zone de
transition

Zone de la largeur de
/ connexion maximale

IEC 1936/03

Figure 5 — Contour de la connexion J

35/03

onfigu-
e deux

djacents doivent étre échantillonnées a partir de chaque partie. Préparer et soiimettre

de la

3) Redresser avec soin la portion en «J» des connexions de boitiers SO ou LCC pour
positionner approximativement de maniére perpendiculaire a la dimension la plus large.

4) Des précautions doivent étre trés soigneusement prises de fagcon a empécher les

d

ommages sur les connexions telles qu’entailles, pliures ou rayures profondes.
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5.3.5 Procedure for small outlines (SO), quad fine pitch (QFP) and gullwing formed
packages

Small outline packages, configuration 4 of Figure 3, shall have leads bent outward at 15°,
then inward 30°, then returned to the original position (see Figure 4).

( ( g
) I i A\ o
\\\\\\;7\150 \Z 7777777 /4

/ HEC 1935/03

Figure 4 — SO and QFP lead bend

5.3.6 Procedure for “J” leaded, SO and chip carrier (LCC) packages
5.3.6.1 Leads

The leads to be tested shall be selected at random from each package, configuratipn 5 of
Figure 3, in the test sample. Leads from two adjacent sides shall be sampled from ea¢h part.
Preparg and test only one row of leads at a time.

5.3.6.2 Straightening “J” leads

1) Molint the device in a fixture equivalent to Eigure 6.

2) Usg suitable tweezers to straighten the-lead below the lead shoulder and transition region
(seg Figure 5).

Maximum shoulder
width region
Transition
region

Maximum lead
width region

IEC 1936/03

Figure 5 — J lead contour
3) Carefully straighten the “J” bend portion of the SO or LCC package leads to position
approximately perpendicular to the widest dimension.

4) Great care shall be taken to prevent damage to the lead, such as nicks, kinks, or deep
scratches.
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5.3.6.3 Contrdole des connexions

Contrbéler chaque connexion avant et aprés redressement en utilisant un microscope optique
a faible puissance entre 10x et 20x de grossissement. Ne pas soumetire aux essais de
connexion endommagée par I'opération de redressement.

5.3.6.4 Montage des boitiers LCC

Monter le boitier LCC dans une fixation d’'essai de pliage de connexion en utilisant les
entretoises nécessaires, avec les connexions a soumettre aux essais, droites et vers le bas,
c’est-a-dire formant un angle de 90° ou perpendiculairement par rapport a la base du boitier.

Appliquer une pression modérée Bloquer le verrou

et verrouiller en position

Monter le dispositif ici —

Connexions allongées
pour les essais

450 g

IEC 1937/03

Figure 6 — Fixation de maintien pour le redressement et le pliage de connexion
pour les connexions en «J»

5.3.6.5 Essai

2ali ) : 1 L2 4 21 L Ao 1o o L o L PR TEPNT] It A
Réalisertessatseton534%4=2a rexceptonaea—airecuon—aepragequraottaner—versT+¢ térieur

du boftier (voir Figure 6).

5.3.6.6 Rotation du corps du boitier

Choisir une autre connexion n’ayant pas subi d’essai et fixer un poids de 450 g £+ 20 g
(45Nt 0,2 N) sous la portion droite (pliage connexion vers le bas) de la connexion
redressée. Il convient de veiller a ne pas tordre ou plier d’'une autre maniére la connexion en
essai ou des connexions adjacentes. Réaliser une rotation du corps du boftier selon un arc de
30° et le ramener dans sa position d’origine. Cela termine un cycle et il convient que cela
prenne 2 s a 5 s. Il faut que la rotation de la partie soit réalisée de maniére a éviter des
mouvements d’oscillation ou de torsion du poids.
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5.3.6.3 Lead inspection

Inspect each lead before and after straightening using a low power optical microscope
between 10x and 20x magnification. Do not test any leads damaged by the straightening
operation.

5.3.6.4 Mounting LCC package

Mount the LCC package in a lead bend test fixture using necessary spacers, with the leads to
be tested pointing straight down, i.e., at a 90° angle or normal to the bottom of the package.

Apply moderate pressure
and lock in position

Lock nut

Mount device here

Leads extended
for testing

Y ™S
30°

L RN
Z \ ililili@\i

450 g

IEC 1937/03

Figure 6 — Holding fixture for straightening and lead bend
for “J” lead configurations

5.3.6.5 Test

Test in| decordance with 5.3.4 except that the direction of bend shall be outward from the
package{seeFigure63-

5.3.6.6 Rotating package body

Select another untested lead and attach a 450 g + 20 g weight (4,5N = 0,2 N) below the
standoff (neck down) portion of the straightened lead. Care should be taken as to not twist
or otherwise bend the lead under test or adjacent leads. Rotate the package body through a
30° arc and return to its original position. This completes one cycle and should take 2 s to 5 s.
The rotation of the part must be done such as to avoid swinging or twisting motions of
the weight.
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5.3.7 Mesures

Les mesures telles que les essais d’herméticité sur les boitiers scellés hermétiquement,
I’examen visuel et les mesures électriques doivent correspondre a ce qui est spécifié.

5.3.8 Criteres de défaillance

Apres la levée de la contrainte, examiner le dispositif en utilisant un agrandissement compris
entre 10x et 20x. Tout signe de rupture, de desserrement ou de déplacement relatif entre
la connexion et le corps du dispositif doit étre considéré comme un défaut du dispositif. Les
dispositifs n’ayant pas réussi la mesure post-essai, le cas échéant, doivent également étre
considérés comme étant défectueux.

Pour Ig pliage des boitiers LCC et SO, les critéres de défaillance sur toute lascomnexion
s’appliquent selon 5.3.6.5 et sont limités a la région de la largeur maximale pour les
conditipns décrites en 5.3.6.6.

54 Résumé
Les défails suivants doivent étre stipulés dans la spécification applicable:

a) Arc|de pliage, s’il difféere de celui qui est spécifié.
b) Criteres de défaillance, s’ils difféerent de ceux spécifiés.

6 Condition d’essai C — Fatigue des connexions

6.1 But

Cette dondition d’essai nécessite I'application de contraintes de pliage afin de déterminer la
résistance des connexions a la fatigue_du"métal a des pliages répétés. Cet essai esf congu
pour vérifier la résistance des connexions a la fatigue du métal. Sauf prescriptiong parti-
culiéres, cet essai n’est pas appliquétaux boitiers a montage en surface (SMD). Cet egsai est
seulement appliqué aux boftiers:qui'nécessitent un formatage des connexions.

6.2 Appareillage
La réal|sation de la contrainte de fatigue des connexions exige des dispositifs de fixatipn, des

pinces,| des supports_0u d’autres matériels adaptés, nécessaires pour appliquer la contrainte
de pliage répété selon I'angle spécifié.

6.3 Procédure

Les procedures appropriées pour le type de dispositif en essai doivent étre utiliséeg. Trois
cycles de pliage doivent étre réalisés, sauf spécification contraire.

6.3.1 Direction des pliages

Les connexions d’essai doivent étre pliées dans la direction la moins rigide. En I'absence
d’une telle direction, les connexions peuvent étre pliées dans n’importe quelle direction.
Aucune connexion ne doit étre pliée d’'une maniére qui interféere avec une autre connexion.
Sion ne peut éviter l'interférence, la connexion d’essai doit étre pliée dans la direction
opposée a I'angle spécifié et ramenée a sa position normale.
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5.3.7 Examination

Measurements such as hermeticity tests on hermetically sealed packages, visual examination
and electrical measurements shall be as specified.

5.3.8 Failure criteria

After removal of the stress, examine the device using magnification between 10x and 20x.
Any evidence of breakage, loosening or relative motion between the terminal lead and the
device body shall be considered a device failure. Devices that failed at post test
measurement, when specified, shall also be considered to have failed.

For the] LCC and SO package bend, failure criteria over the entire lead is applicableto(5.3.6.5
and regtricted to maximum shoulder width region for the conditions described in 5¢3:6.6.

5.4 ummary

The following details shall be specified in the relevant specification:
a) Berlding arc, if other than specified.

b) Failure criteria, if other than specified.

6 Tept condition C — Lead fatigue

6.1 Purpose

This tept condition provides for the application of bending stresses primarily to deternfine the
resistapnce of the leads to metal fatigue under“repeated bending. It is designed tg check
the res|stance of the leads to metal fatigue.\ Unless there are specific requirements, this test
is not applied to surface mount devices (SMD). This test is applied only to package$ which
need ldad forming.

6.2 pparatus

The lepd fatigue stress requires attaching devices, clamps, supports or other guitable
hardware necessary to apply a repeated bending stress through the specified bend angle.

6.3 Procedure

The aplpropriateprocedures for the type of device under test shall be used. Three hending
cycles ghall be'performed, unless otherwise specified.

6.3.1 Direction of bends

The test leads shall be bent in the least rigid direction. If there is no least rigid direction, they
may be bent in any direction. No leads shall be bent so as to interfere with another lead.
If interference is unavoidable, the test lead shall be bent in the opposite direction to the angle
specified and returned to its normal position.
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6.3.2 Procédure pour les connexions souples et semi-souples (par exemple,
dispositifs a boitiers plats et connexion métallique a sortie axiale)

Un poids de 220g + 10 g (2,2 N = 0,1 N), sauf spécification contraire, doit étre appliqué a
chaque connexion a soumettre aux essais pour trois arcs de 90° + 5° de I'enveloppe de
rotation. Pour les connexions dont un module de section est inférieur ou égal a celui d’une
connexion rectangulaire d’'une section de 0,175 mm x 0,5 mm ou d’une section circulaire de
diamétre inférieur a 0,5 mm, le poids doit étre de 85g + 10 g (0,85 N = 0,1 N). Un arc est
défini comme le mouvement de I'enveloppe de rotation sans torsion vers une position
perpendiculaire a I'axe de traction et le retour a la normale. Tous les arcs sur une seule
connexion doivent étre réalisés dans la méme direction et dans le méme plan sans restriction
de connexion. Un cycle de pliage doit étre terminé en I'espace de 2 s a 5s. Pour les
disposififsatommexions Tectangutaires ou piates, e ptamdes arcs doitétre perperndicujaire au
plan plpt de la connexion. L’essai ne doit pas étre appliqué aux connexions d’extrénité des
boitierg lorsque I'application concernera principalement les forces de traction auynivieau du
joint d’¢tanchéité de la connexion.

6.3.3 Procédure pour les boitiers enfichables

Les boftiers enfichables doivent étres soumis a trois cycles selon 5.3:4.

6.3.4 Procédure pour les boitiers a faible encombrement{SO)

Les boftiers & SO doivent étres soumis a trois cycles selon 5:3.5.

6.3.5 Procédure pour les boitiers porte-puce équipés de sorties (LCC)

Préparer les connexions selon 5.3.6.1 a 5.3.6.4."Reéaliser I'essai conformément a 5.3.6.5, a
I’exception du nombre de cycles qui doit étre de'trois. Réaliser I'essai conformément a|5.3.6.6
a I’excegption du nombre de cycles qui doit étre-de trois.

6.3.6 Mesures

Les egsais d’herméticité sur les\boitiers scellés hermétiquement, I'examen visuel| et les
mesurgs électriques doivent correspondre a ce qui est spécifié dans la spécification.

6.3.7 Critéres de défaillance

Aprés la levée de la contrainte, examiner le dispositif en utilisant un agrandissement gompris
entre 10x et 20x. Tout signe de rupture de connexion doit étre considéré comme un défaut du
dispositif. Pour les-boitiers LCC uniquement, pliage de connexion selon 5.3.6.5, les ¢riteres
de défpillance!doivent étre appliqués uniquement a la région de transition de la |largeur
maxim%ile a~lalargeur minimale. Pour le pliage de boitier LCC uniquement, les crit?es de

défaillanee ‘sur toute la connexion s’appliquent selon 5.3.6.5 et sont limités a la région de
largeurlmaximale décrite en 5.3.6.6.

6.4 Résumé
Les détails suivants doivent étre stipulés dans la spécification applicable:

a) Force a appliquer a la connexion, si elle differe de celle indiquée ci-dessus (voir 6.3.2).
b) Nombre de cycles, s’il differe de ce qui est indiqué ci-dessus (voir 6.3).
c) Angle de pliage, s’il differe de ce qui est indiqué ci-dessus (voir 6.3.2).

d) Critéres dedéfaillance, s’ils different de ceux spécifiés ci-dessus (voir 6.3.7).
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